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	投资者关系活动类别
	●特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □新闻发布会         
●现场参观	          ●电话会议
□其他        

	参与单位名称
	2024年6月13日：大家资管
2024年6月17日：天风证券、聚鸣投资、人保资产、西部利得、光大保德信、长江养老、万家基金、汇添富、兴业基金、中庚基金、信达澳亚、泰康资产、华夏久盈、胡朝凤、永赢基金、平安基金、兴全基金、新华资产、招银理财、广发基金
2024年6月18日：中金公司、红杉中国、东方证券、兴全基金、君和资本、中财投资、英大信托、从容投资

	地点
	线上会议、现场会议

	上市公司接待人员姓名
	副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
证券事务代表：李志鹏

	投资者关系活动记录
	一、公司近期业务概况
（一）硅片业务板块
1. 出货量：公司2024年第一季度的出货量同比和环比均实现大幅增长，第二季度开始呈现出更为乐观的增长趋势，目前6英寸、8英寸外延片产能利用满载，出现交货延迟的情况；12英寸硅片出货量快速爬坡，出货量屡创新高。
2.硅片价格：6-8英寸硅片受产能紧张、产品结构调整等因素的影响，2024年第二季度以来平均出货价格环比上升，产品价格开始进入上升趋势。12英寸硅片价格保持稳定。
3.行业趋势：从今年以来的订单情况来看，半导体硅片细分行业开始见底回升，当前国内硅片的需求旺盛，产能利用率迅速回升。大硅片的国产化替代正在稳步推进，公司12英寸硅片产品爬坡进度有望加快。
（二）功率器件芯片业务板块
目前设备产能约为23.5万片/月，除为部分关键客户预留的专用产能外，最新产品出货已接近满产状态，出货量环比上升。产品价格于2024年第一季度见底，目前在逐步回暖，部分产品的市场价格出现回升。
（三）化合物半导体射频芯片业务板块
1. 技术情况：技术水平进入全球第一梯队行列。开发了二维可寻址VCSEL工艺技术，成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达VCSEL芯片的制造厂商。
2.客户验证情况：射频芯片产品基本覆盖国内主流手机芯片设计客户及其他应用端客户。产品同时进入低轨卫星终端客户实现大规模出货。
3.国产替代情况：受国际形势的影响，射频芯片供应链逐步转向国内，射频芯片国产化替代进度加快。
4.产能情况：杭州基地目前经过扩产，产能约为9万片/年，海宁基地预计可于2024年第四季度投入商业运营，第一期产能约为6万片/年。
5.产能利用率情况：产能利用率同比大幅上升，在手订单同比大幅增长，预计2024年射频芯片产品出货量同比将实现大幅增长。

二、投资者交流主要问题回复
1. 硅片产品中不同规格、不同应用类型的产品中何种类型的景气度更高？
答：不同规格产品中6英寸、8英寸硅片的景气度较高；不同产品用途的硅片中应用于FRD、IGBT等功率半导体产品的硅片景气度最高。因为FRD、IGBT等功率半导体产品需求的外延片属于厚外延产品，单位产品应用更多的产能，该类产品的附加值也更高，因此公司外延片景气度最好。目前公司外延片出货数量占硅片出货总量的70%以上。

2.目前硅片价格相较于前期高点相差多少？
答：公司硅片产品2023年平均出货价格相比2022年下降约12%。

3.公司12英寸大硅片后续规划如何？
答：公司衢州基地12英寸硅片已建成抛光片（衬底片）15万片/月、外延片10万片/月的产能，衢州基地月产15万片12英寸外延片的产能正在建设中；嘉兴基地12英寸硅片规划的整体产能为40万片/月的抛光片，目前已建成5万片/月的产能，预计2024年年底达到15万片/月。嘉兴基地后续25万片/月的产能建设将视前期产能爬坡情况再适时启动。

4.公司生产的硅片是否用于出口，是否受限制？
答：公司生产的硅片可用于出口，出口占比约15%，出口产品主要为重掺硅片，公司重掺硅片产品技术在全球具有竞争力，客户主要来自日本、中国台湾、欧盟、东南亚等地，目前硅片出口未受限制。公司硅片产品的外销价格比内销价格更高，目前公司也正在积极开拓海外客户，提升外销占比。

5.嘉兴金瑞泓何时能达到盈亏平衡吗？
答：嘉兴金瑞泓预计2024年年底建成15万片/月的抛光片产能，据测算，预计出货量（正片）达到全年产能的70%以上可以达到盈亏平衡。

6.射频产品中不同类别客户的营收占比如何？
答：射频产品中与手机有关的营收占比约50%，其他营收产品包括特殊规格多用途芯片、低轨卫星通讯芯片、VCSEL、掩膜版等收入。

7.VCSEL产品目前如何？
[bookmark: _GoBack]答：公司VCSEL产品目前产能为1万片/年，产品广泛应用于消费电子领域的3D 感知、智能家居、激光美容、光通讯和车载激光雷达等。公司开发的二维可寻址VCSEL工艺技术，是行业内首个进入量产的大功率VCSEL技术，能充分适应车载雷达的技术指标需求。
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